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elektronischen Bauteil (10), wobei die Tragerplatte
(186) zumindest eine Tragerplattenkontaktflache (2, 2a,
2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine
dazu korrespondierende Bauteilkontaktflache (11)
aufweist, wobei die zumindest eine
Tragerplattenkontaktflaiche (2, 2a, 2b) zumindest
teilweise von dem zumindest einen elektronischen
Bauteils  (10)  Oberdeckt und von  einer
Loétstopplackschicht  (12) umgeben ist, die die
zumindest eine Tragerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b)
begrenzt, wobei in der Loétstopplackschicht (5)
zumindest eine kanalartige Aussparung vorgesehen
ist, durch die zumindest eine Hilfskontakiflache (3a,
3b) ausgebildet ist, welche die zumindest eine
Tragerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b) kontaktiert,
wobei zumindest die Tragerplattenkontaktflache (2,
2a, 2b), die Bauteilkontaktflache (11) und die
Hilfskontaktflache (3a, 3b) eine benetzbare
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DVR 0078018



P13613

-19-

ZUSAMMENFASSUNG

System umfassend eine Tragerplatte (16) und zumindest einen an der Tragerplatte (16) mon-
tierten elektronischen Bauteil (10), wobei die Tragerplatte (16) zumindest eine Trégerplatten-
kontaktfldache (2, 2a, 2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine dazu korrespon-
dierende Bauteilkontaktfldche (11) aufweist, wobei die zumindest eine Trégerplattenkontakt-
flache (2, 2a, 2b) zumindest teilweise von dem zumindest einen elektronischen Bauteils (10)
tiberdeckt und von einer Lotstopplackschicht (12) umgeben ist, die die zumindest eine Tra-
gerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) begrenzt, wobei in der Lotstopplackschicht (5) zumindest
eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine Hilfskontaktfla-

che (3a, 3b) ausgebildet ist, welche die zumindest eine Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b)
kontaktiert, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b), die Bauteilkontakt-
flache (11) und die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) eine benetzbare Oberflidche aufweisen.

Fig. 6a
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STRUKTURIERUNG DER LOTSTOPPMASKE VON LEITERPLATTEN ZUR VERBESSERUNG DER

LOTERGEBNISSE

Die Erfindung betrifft ein System umfassend eine Tragerplatte und zumindest einen an der
Tragerplatte montierten elektronischen Bauteil (wie beispielsweise Transistoren, Widerstan-
den, Spulen, Kondensatoren, Sensoren, LEDs oder ICs), wobei die Tragerplatte zumindest eine
Tragerplattenkontaktfliche und das elektronische Bauteil zumindest eine dazu korrespondie-
rende Bauteilkontaktfldche aufweist, wobei die zumindest eine Tragerplattenkontaktfla-
che zumindest teilweise von dem zumindest einen elektronischen Bauteils tiberdeckt und von
einer Lotstopplackschicht umgeben ist, die die zumindest eine Trégerplattenkontaktflédche be-

grenzt.

Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum lstenden Verbinden zumindest eines

elektronischen Bauteils mit zumindest einer Tragerplatte.

Das Anbringen von elektronischen Bauteilen an Tréagerplatten, beispielsweise an Printplatten,
ist ein sehr haufig erforderlicher Vorgang bei der Herstellung von elektrischen Schaltkreisen.
Printplatten weisen dabei im Allgemeinen Leiterbahnen auf, die einzelne oder mehrere An-
schlusskontakte miteinander verbinden, wobei einzelne elektronische Bauteile mit den elektri-
schen Anschlusskontakten verbunden werden. Die Verbindung kann mehrere Aspekte wie

beispielsweise eine elektrische, mechanische und/oder thermische Verbindung erfiillen.

Aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche Methoden bekannt geworden, mit Hilfe
derer eine Verbindung eines elektronischen Bauteils mit einer Tragerplatte realisiert werden
kann. So kénnen beispielsweise Kontaktflichen einzelner elektronischer Bauteile, folgend
auch als Bauteilkontaktfldchen bezeichnet, mit an den Tragerplatten angeordneten Kontakt-

flachen (folgend auch als Tragerplattenkontaktflichen bezeichnet) verlstet werden.

An dieser Stelle sei auf das SMT-Verfahren (Surface Mount Technology) verwiesen, bei wel-
chem sich die elektrischen Anschliisse bzw. Kontaktfldchen des elektronischen Bauteils sowie
die korrespondierenden Kontaktfldchen der Tragerplatte jeweils an deren Oberfléche befinden

und die elektronischen Bauteile lediglich an der Oberfldche der Trégerplatte befestigt werden
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miissen und auf das Vorsehen von Durchgangsbohrungen verzichtet werden kann. Die Kon-
taktflachen der Tragerplatte werden hierbei zuerst mit einem Létmittel, zumeist einer Lot-
paste, beschichtet. Im Anschluss erfolgt die Bestiickung der Trégerplatte mit einzelnen elekt-

ronischen Bauteilen.

Zur Herstellung einer dauerhaften elektrischen und/oder thermischen und/oder mechani-
schen Verbindung der elektronischen Bauteile mit der Tragerplatte ist beispielsweise das Re-
flow-Lotverfahren bekannt geworden, bei welchem die Lotpaste und die Kontaktflichen nach
der Besttickung mit den elektronischen Bauteilen dergestalt erhitzt werden, dass die Lotpaste
schmilzt und sich mit den Kontaktflichen der Tragerplatte sowie des jeweiligen elektroni-

schen Bauteils verbindet.

Im klassischen SMT- Prozess enthilt eine Lotpaste sowohl ein Lotgut (welches nach dem be-
teiligte Kontaktflachen dauerhaft verbindet) als auch Flussmittel, die die Lotbarkeit (insbeson-
dere das Fluss- und Benetzungsverhalten) des Lotguts verbessern. Die Lotpaste wird zumeist
in einem Sieb- bzw. Masken-Druckprozess in Form von Lotdepots auf eine Tragerplatte auf-
gebracht, bevor elektronische Bauteile darauf platziert werden. Die Formen der Lotdepots fol-
gen dabei im Allgemeinen der Form korrespondierender Tragerplattenkontaktfldchen, sodass
die Paste lediglich auf die Tragerplattenkontaktfléchen aufgebracht wird. Fliche und Hohe
(bzw. Dicke) des Lotdepots legen das Volumen des Létdepots und somit die aufgebrachte
Menge an Lotpaste fest. Um die Menge an Lotpaste an einem Lotdepot an unterschiedliche
Anforderungen anpassen zu kénnen - die z.B. durch das Gewicht oder die mechanische Bean-
spruchung einzelner elektronischer Bauteile bedingt sein kénnen - sind aus dem Stand der
Technik Sieb- bzw. Masken-Druckprozesse bekannt geworden, die unterschiedliche Hohen
bzw. Dicken der Lotdepots erméglichen, wodurch jeweilige Kontaktfldchen mit speziell ange-
passten Mengen an Lotgut benetzt werden konnen. Dergestalt optimierte Sieb- bzw. Masken-

Druckprozesse sind dufserst kostenintensiv.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung eine alternative Moglichkeit zur gezielten Anpassung
der Lotmenge an Kontaktfldchen zu schaffen, um eine verbesserte Verbindung von Kontakt-

flachen elektronischer Bauteile an Kontaktfldchen von Tragerplatten zu ermdéglichen.

Diese Aufgabe wird in einem ersten Aspekt der Erfindung mit einem System der eingangs

genannten Art gelost, bei welchem erfindungsgemafs in der Lotstopplackschicht zumindest
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eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine Hilfskontaktfldche aus-
gebildet ist, welche die zumindest eine Tragerplattenkontaktfldche kontaktiert, wobei zumin-
dest die Tragerplattenkontaktfliche, die Bauteilkontaktfléche und die Hilfskontaktfldche eine
benetzbare Oberfldche aufweisen. Mit Hilfe der erfindungsgemaéfien Merkmale ist es moglich,
die Lotmenge an einer Kontaktfliche zu erhohen, indem Loétpaste tiber die jeweilige Trager-
plattenkontaktfliche hinaus auf die Lotstopplackschicht aufgetragen wird. Die Hilfskontakt-
flache ermoglicht es auf der Lotstopplackschicht aufgebrachtes geschmolzenes Lotgut einzu-
fangen und an die Tragerplattenkontaktfldche heranzufiihren. Dieser Effekt ist auf die Ober-
flichenspannung des geschmolzenen Lotguts zurtick zu fiihren, wodurch Kréfte wirken, die
auf der Lotstopplackschicht befindliches geschmolzenes Lotgut, welches sich in der Umge-
bung der Hilfskontaktfldche befindet, an die Hilfskontaktfldche und somit an die benachbarte
Tréagerplattenkontaktfliche heranziehen. Die Létmenge an einer Kontaktfldche kann durch so-
genanntes ,Uberdrucken” - also ein Aufbringen von Létpaste tiber die jeweilige Kontaktfla-
che hinaus auf eine die Kontaktfliche umgebende Lotstopplackschicht - der jeweiligen Kon-
taktfliche gezielt beeinflusst werden, wobei das Ausmafs des zusétzlichen tiberdruckten
~Nichtkontaktflichenbereiches” den zusitzlichen Zustrom an Lotgut an die jeweilige Kon-
taktflaiche wesentlich beeinflusst. Anders ausgedrtickt, kann die Létmenge durch deutliche
Erhohung der bedruckbaren Fldche gezielt beeinflusst werden. Hierfiir ist das Vorhandensein
der Hilfskontaktfliche wesentlich, da anderenfalls nur geringe Mengen an Lotgut an die Kon-
taktfléichen herangefiihrt werden konnen und zudem lose Lotgutriickstinde an der Lack-

stoppschicht verbleiben konnen, die unter Umstdnden Kurzschliisse verursachen kénnen.

Unter dem Ausdruck ,kanalartige Aussparung” wird dabei eine Aussparung im Lotstopplack
verstanden, die einen funktionellen Kanal bildet, um Létgut im geschmolzenen Zustand an
die Tragerplattenkontaktflidche heran zu fiihren. Auf besonders geeignete geometrische For-
men wird im Folgenden noch néher eingegangen. Die Breite eines solchen Kanals betrégt vor-
zugsweise mindestens 80 pm. Es versteht sich nattirlich selbst, dass die Erfindung ebenso fiir
mehrere Tragerplattenkontaktfldchen eingesetzt werden kann, die einem oder mehreren elekt-
ronischen Bauteilen zugeordnet sein konnen. Eine benetzbare Oberflédche im Sinne der Erfin-
dung ist eine Oberfldche, die von Lotgut (bzw. Lotmittel) benetzt werden kann, sodass bei
einem Abkiihlen des Lotguts eine feste Verbindung zwischen der Oberfldche und dem Lotgut

hergestellt werden kann.
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In einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die Hilfs-
kontaktfliache die Tragerplattenkontaktfldche entlang von maximal 5%, 10%, 15% oder 20%
des Umfangs der Tréagerplattenkontaktfldche kontaktiert. Die Wirkung der Hilfskontaktfldche
als Zubringer von zusétzlichem Létgut kann damit besonders effektiv entfaltet werden. Ins-
besondere kann es vorgesehen sein, dass der Fldcheninhalt der Hilfskontaktfliche zwischen
10% und 50%, vorzugsweise zwischen 30% und 50% des Flacheninhalts der Tragerplattenplat-
tenkontaktfldche betragt.

In einer besonders giinstigen Weiterbildung der Erfindung ist die Hilfskontaktfléche im We-
sentlichen dreieckig, vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck geformt. Alternativ dazu
kann die Hilfskontaktfldche im Wesentlichen rechteckig geformt sein. Unter dem Ausdruck
Am Wesentlichen” ist in diesem Zusammenhang eine Form zu verstehen, die im Wesentlichen
als solche erkennbar ist. So ist beispielsweise eine rechteckige Fldache mit abgerundeten Ecken
weiterhin als eine im Wesentlichen rechteckige Fldche im Sinne der Erfindung anzusehen.

Auch halbkreis- oder bogenférmige Aussparungen sind denkbar.

In einer besonderen Ausftihrungsform ist die Tragerplattenkontaktfldche vollstandig von dem
elektronischen Bauteil tiberdeckt. Dies kann zum Beispiel bei der Verwendung von elektroni-
schen Bauteilen mit QFN- Gehduse (quad-flat no-leads) der Fall sein, die vom Einsatz von

Hilfskontaktflichen besonders profitieren.

In einer gtinstigen Weiterbildung der Erfindung weist die Hilfskontaktfldche einen symmetri-
schen Aufbau um eine Symmetrieachse auf, wobei die Symmetrieachse im Wesentlichen nor-
mal zu jenem Bereich des Umfangs der Tragerplattenkontaktflidche orientiert ist, in welchem
die Hilfskontaktfldche die Tragerplattenkontaktfléche kontaktiert. Die Hilfskontaktflidche ragt
somit besonders weit in den die Tragerplattenkontaktfliche umgebenden Bereich hinein, der

mit Lotstopplack beschichtet ist.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung sind die Kontaktfldchen (also die Tra-
gerplattenkontaktfldchen, die Bauteilkontaktfldchen und die Hilfskontaktfléchen) Zinn, Silber
und/oder Gold beschichtet. Die Zinn-, Silber- und/oder Goldschicht schiitzt die Kontaktfla-
che vor Korrosion und kann auf andere elektrisch leitende unterhalb (der schiitzenden Zinn,

Silber und/oder Goldfldche) angeordnete Schichten aufgetragen werden und diese schiitzend

5728



P13613

-5-

bedecken. Bei Tragerplatten handelt es sich bei diesen unterhalb angeordneten Schichten hau-
fig um Kupferschichten, die auf einem elektrisch isolierenden Trégermaterial angeordnet sind.
Bei Bauteilen konnen unterhalb angeordnete Schichten aus den verschiedensten Materialien
wie beispielsweise aus Aluminium, Kupfer, Eisenlegierung, Nickel und/oder diversen Halb-

leitermaterialen bestehen.

Gemaifs einer besonders einfachen und kostengtinstigen Variante der Erfindung kann die Tra-

gerplattenkontaktfldche auf einer Zuleitung zur Tragerplattenkontaktfldche ausgebildet sein.

Um die Menge an Lotgut, welches der Tragerplattenkontaktfliche zugefiihrt werden kann,
spezifisch festzulegen bzw. zusatzlich zu erhthen, kann in einer gtinstigen Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen sein, dass eine, vorzugsweise zwei, besonders bevorzugt mehrere wei-

tere Hilfskontaktfldchen die Tragerplattenkontaktfldche kontaktieren.

Unter Umstdnden kann es vorteilhaft sein, wenn das zumindest eine elektronische Bauteil zu-
satzliche mittels Klebepunkten an der Trégerplatte fixiert ist. Dies erlaubt eine besonders po-

sitionsstabile Fixierung des elektronischen Bauteils.

In einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die eingangs erwéhnte Aufgabe mit einem Ver-
fahren zum l6tenden Verbinden zumindest eines elektronischen Bauteils mit zumindest einer
Trégerplatte gelost, wobei die Tragerplatte zumindest eine Tragerplattenkontaktfliche und
das elektronische Bauteil zumindest eine dazu korrespondierende Bauteilkontaktfliche auf-
weist, wobei die zumindest eine Trégerplattenkontaktfliche zumindest von einer Lotstopp-
lackschicht umgeben ist, die die zumindest eine Trégerplattenkontaktfldche begrenzt, wobei
in der Lotstopplackschicht zumindest eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die
zumindest eine Hilfskontaktfliche ausgebildet ist, welche die zumindest eine Trégerplatten-
kontaktflache kontaktiert, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktfliche, die Bauteilkon-
taktfliche und die Hilfskontaktfldche eine benetzbare Oberfldche aufweisen, umfassend die

folgenden Schritte:

a) Aufbringen von Létpaste auf die zumindest eine Tragerplattenkontaktfliche und tiber letz-

tere hinaus,
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b) Bestticken der Trégerplatte mit dem zumindest einen elektronischen Bauteil , wobei die
Bauteilkontaktfliche die dazu korrespondierende Tragerplattenkontaktfliche zumindest teil-

weise {iberdeckt und die Hilfskontaktfléche tiber den so tiberdeckten Bereich hinaus ragt,

c) Erhitzen des Lotmaterials zum Herstellen einer gelSteten Verbindung zwischen der Trager-

platte und dem zumindest einen elektronischen Bauteil.

Die Lotpaste ist dabei dergestalt tiber die Tragerplattenkontaktfléche hinaus bedruckt (oder
ein Lotmittel wird entsprechend zugefiihrt), sodass die Hilfskontaktfldche geschmolzene Lot-
paste ,einfangen” und an die Tréagerplattenkontaktfliche und somit an die dazu korrespon-
dierende Bauteilkontaktfliche heranftihren kann. Typischerweise wird die Létpaste wahrend
des Schmelzvorganges Temperaturen von tiber 180°C, insbesondere tiber 183°C (bei bleihalti-
gen Lotpasten) bzw. tiber 215°C, insbesondere {iber 217°C (bei bleifreien Lotpasten) ausge-
setzt. Temperaturen von tiber 250°C sind fiir einige elektronische Bauteile schédlich, wodurch
die maximal erreichbare Temperatur haufig auf 250°C begrenzt ist. Die Létpaste schmilzt da-
bei, in der Lotpaste enthaltene Flussmittel verdampfen zumindest teilweise und das auf der
Tréagerplattenkontaktfliche und in seiner Umgebung befindliche Lotgut (im Rahmen dieser
Beschreibung wird unter dem Begriff Lotgut jener Bestandteil der Lotpaste bzw. des Lotmit-
tels verstanden, der elektrisch leitfdhig ist und nicht wiahrend des Erhitzens verdampft) setzt
sich auf der Tragerplattenkontaktfldche fest. Generell kénnen beliebige Lotpasten hierfiir ein-
gesetzt werden. Beispielhaft seien bekannte Lotpasten wie SAC305 (eine bleifreie Legierung
bestehend aus ca. 96.5% Zinn, 3% Silber und 0,5 % Kupfer) oder niedrig-Silberlegierungen wie
z.B. SAC0105 oder Legierungen enthaltend Bismut, Kobalt oder Mangan sein. Létpasten kon-
nen sich zudem durch die eingesetzten Flussmittel bzw. deren Zusammensetzung voneinan-

der unterscheiden.

In einer giinstigen Weiterbildung des erfindungsgeméfien Verfahrens kann die in Schritt a)
auf die zumindest eine Kontaktfldche aufgebrachte Lotpaste eine Fliche der Grofie von zu-
mindest 120%, vorzugsweise zumindest 150% des Flacheninhalts der Tragerplattenkontakt-
fliche bedecken. Die Lotpaste wird daher auf die Tragerplattenkontaktfliche und tiber diese
hinaus auf die Tragerplatte aufgebracht.

Um die Lotgutmenge an der Tragerplattenkontaktfldche zu erhdhen kann vorgesehen sein,

dass in Schritt a) zumindest die gesamte Hilfskontaktfldche mit Lotpaste bedeckt wird. Zudem
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ist es besonders vorteilhaft, wenn in Schritt a) die Lotpaste tiber die Hilfskontaktfldche hinaus
aufgebracht wird. Dabei kann z.B. die tiber den Hilfskontakt hinaus gehende mit Lotpaste
bedeckte Fldache einen Flacheninhalt von zumindest 50%, vorzugsweise zumindest 100%, be-

sonders bevorzugt zumindest 200% des Flacheninhaltes der Hilfskontaktfldche aufweisen.

In einer gtinstigen Ausfiihrungsform der Erfindung wird die Trégerplattenkontaktfléche von
der die Hilfskontaktfldche entlang von maximal 5%, 10%, 15% oder 20% des Umfangs der Tra-
gerplattenkontaktfliche kontaktiert. Der Umfang der Tragerplattenkontaktfliache wird im All-
gemeinen durch die die Tragerplattenkontaktfliche umgebende Lotstopplackschicht be-
grenzt, wobei die Umfangslinie in jenem Bereich, indem die Loétstopplackschicht durch die
Hilfskontaktfldche unterbrochen ist, einer Verldngerung der an die Hilfskontaktfliche an-

schlieffenden Kanten der Trégerplattenkontaktfliche entspricht.

In einer gtinstigen Weiterbildung der Erfindung betrégt der Fldcheninhalt der Hilfskontakt-
fléche zwischen 10% und 50%, vorzugsweise zwischen 30% und 50% des Flicheninhalts der

Tragerplattenplattenkontaktflidche.

In einer speziellen Ausfiihrungsform kann es vorgesehen sein, dass in Schritt b) die Trager-
plattenkontaktfldche vollstindig von dem elektronischen Bauteil tiberdeckt wird. Die Funk-

tion der Hilfskontaktfliche kommt dabei besonders zu tragen.

Des Weiteren kann es vorgesehen sein, dass die Hilfskontaktfldche im Wesentlichen dreieckig,
vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck geformt ist. Alternativ dazu kann die Hilfskon-

taktfliache beispielsweise im Wesentlichen rechteckig geformt sein.

In einer besonders vorteilhaften Variante der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die
Hilfskontaktfléche einen symmetrischen Aufbau um eine Symmetrieachse aufweist, wobei die
Symmetrieachse im Wesentlichen normal zu jenem Bereich des Umfangs der Tragerplatten-
kontaktflache orientiert ist, in welchem die Hilfskontaktfliche die Tragerplattenkontaktfliche
kontaktiert.

Zudem kann es vorgesehen sein, dass die Kontaktflichen mit Zinn, Silber und/oder Gold be-

schichtet sind.
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In einer besonders giinstigen Variante des erfindungsgeméifien Verfahrens kann die Tréger-

plattenkontaktfliche auf einer Zuleitung zur Tragerplattenkontaktfldche ausgebildet sein.

Um die Menge an Lotgut, welches der Tragerplattenkontaktfldche zugeftihrt werden kann,
spezifisch festzulegen bzw. zusétzlich zu erhchen, kann in einer gtinstigen Weiterbildung des
erfindungsgeméfien Verfahrens vorgesehen sein, dass eine, vorzugsweise zwei, besonders be-

vorzugt mehrere weitere Hilfskontaktfliéchen die Tragerplattenkontaktfliche kontaktieren.

Unter Umstinden kann es vorteilhaft sein, wenn das zumindest eine elektronische Bauteil zu-
sdtzliche mittels Klebepunkten an der Tragerplatte fixiert ist. Dies erlaubt eine besonders po-

sitionsstabile Fixierung des elektronischen Bauteils.

Die Erfindung samt weiteren Ausgestaltungen und Vorteilen ist im Folgenden an Hand einer
beispielhaften, nicht einschrankenden Ausfiihrungsform néher erldutert, die in den Figuren

veranschaulicht ist. Hierbei zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Tragerplatte mit drei Tragerplattenkontaktfldchen und Zulei-

tungen,

Fig. 2 ein elektronisches Bauteil zur Befestigung an der Trégerplatte,

Fig. 3a eine Draufsicht auf die Trégerplatte der Fig. 1 mit einem daran anzubringenden elekt-

ronischen Bauteil,

Fig. 3b eine Schnittdarstellung der Tragerplatte entlang der Schnittlinie AA der Fig. 3a,

Fig. 4a eine Draufsicht auf die Tragerplatte der Fig. 3a mit einem daran befestigten elektroni-

schen Bauteil wihrend eines Schmelzvorganges,

Fig. 4b eine Schnittdarstellung der Tragerplatte entlang der Schnittlinie AA der Fig. 4a,

Fig. 5a eine Draufsicht auf die Trégerplatte der Fig. 4a nach dem Schmelzvorgang,

Fig. 5b eine Schnittdarstellung der Tragerplatte entlang der Schnittlinie AA der Fig. 5a,
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Fig. 6a eine Draufsicht auf ein erfindungsgemafies System umfassend eine Tragerplatte und

zumindest ein an der Tragerplatte montierten elektronischen Bauteil,

Fig. 6b eine Schnittdarstellung der Tragerplatte entlang der Schnittlinie AA der Fig. 6a,

Fig. 7a eine Detailansicht einer Tragerplattenkontaktfliche mitsamt einem die Tragerplatten-

kontaktflichen umgebenden Bereich wihrend eines Schmelzvorganges,

Fig. 7b eine Seitenansicht der der Fig. 7a zugehotrigen Trégerplatte wiahrend des Schmelzvor-

ganges,

Fig. 8 die Tréagerplatte geméfs Fig. 7a nach dem Schmelzvorgang,

Fig. 9a eine Detailansicht einer Hilfskontaktfldche wahrend eines Schmelzvorganges, und

Fig. 9b eine Detailansicht einer Hilfskontaktfldche nach einem Schmelzvorgang.

Im Folgenden werden die Nachteile des Standes der Technik in den Figuren 1 bis 5b néher
erdrtert. In den Figuren werden - sofern nicht anders angegeben - mit gleichen Bezugszeichen

gleiche Merkmale beschriftet.

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine Tragerplatte 1, die drei Tragerplattenkontaktfldchen 2 und
jeweils zwei zu den Tragerplattenkontaktfldchen 2 fiihrende Zuleitungen 13 aufweist. Diese

Tréagerplatte 1 entspricht einer Trégerplatte, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt ist.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf ein elektronisches Bauteil 10, welches auf der Tragerplatte 1

befestigt werden soll.

Fig. 3a zeigt eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Trégerplatte 1, wobei die Position des
das daran anzubringenden elektronischen Bauteils 10 durch eine strichlierte Linie angedeutet

ist. Zusétzlich sind Klebepunkte 4 erkennbar, mit Hilfe derer das elektronische Bauteil 10 auf
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der Tragerplatte 1 befestigt werden soll. Die Tragerplattenkontaktfldchen 2 sind grofsztigig mit
Lotpaste 5 bedruckt, sodass diese nahezu vollstindig von der Lotpaste 5 bedeckt werden und
sich die Lotpaste 5 tiber die Kontaktfliche 2 hinaus erstreckt. Die Tragerplattenkontaktfla-
chen 2 sind jeweils als Teil einer Kupferfldche 17 (die vorzugsweise mit Silber, Zinn und/oder
Gold beschichtet ist) ausgebildet, die in deren Randbereichen mit einer Lotstopplackschicht 12
(siehe Fig. 3b) bedeckt sind. Die Tragerplattenkontaktfldchen 2 werden durch die Lotstopp-
lackschicht 12 begrenzt.

Fig. 3b zeigt eine Schnittdarstellung der Tragerplatte 1 entlang der Schnittlinie AA der Fig. 3a,
wobei darin das elektronische Bauteil 10 erkennbar ist, welches oberhalb der Tragerplatte 1
positioniert ist. Das elektronische Bauteil 10 weist Kontaktflichen auf, die im Folgenden als
Bauteilkontaktflichen 11 bezeichnet sind, und dazu eingerichtet sind, mittels der Lotpaste 5
bzw. darin enthaltenem Lotgut mit Tragerplattenkontaktfldchen 2 verbunden zu werden. Fig.
4a zeigt eine Draufsicht auf die Tragerplatte 1 der Fig. 3a, wobei das elektronische Bauteil 10
bereits an der Tragerplatte 1 angebracht ist. Die Lotpaste 5 wird darin durch das Aufsetzen
des elektronischen Bauteils 10 unter Umstidnden gequetscht, sodass sich eine durchgéngige
Schicht an Létpaste 5 bilden kann. Im Beispiel gemaifs Fig. 4b, die eine Schnittdarstellung der
Trégerplatte 1 entlang der Schnittlinie AA der Fig. 4a zeigt, ist die Verformung der Lotpaste 5,
die durch das Bestticken mit dem elektronischen Bauteil 10 verursacht wurde, vernachldssig-
bar. Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Verfahren zum Aufbringen der Lotpaste 5 ist
das Stencil-Druckverfahren, welches das Aufbringen besonders genauer Formen (die Toleranz

betrégt ca. 30 pm) von Lotdepots mit konstanter Hohe erméglicht.

Fig. 5a zeigt eine Draufsicht auf die Tragerplatte 1 der Fig. 4a nach dem Schmelzvorgang wo-
bei ein auf der Trégerplatte 1 befindlicher loser Lotgutrtickstand in Form einer Lotperle 9 er-
kennbar ist. Dieser Lotgutriickstand steht mit einer unvollstindigen Lotverbindung in Zusam-
menhang (dritter Kontaktbereich 8), die in Fig. 5b erkennbar ist, in der eine Schnittdarstellung
der Tragerplatte 1 entlang der Schnittlinie AA der Fig. 5a gezeigt ist. Die Bauteilkontaktfldchen
11 des elektronischen Bauteils 10 befinden sich dabei oberhalb korrespondierender Trager-
plattenkontaktfldchen 2. Vergleicht man Fig. 4b mit Fig. 5b, so ist deutlich ersichtlich, dass das
Volumen des an den Tragerplattenkontaktflidchen befindlichen Lotgutes 15 geringer ist als das
Volumen der Létpaste 5 vor dem Schmelzvorgang. Dieser Unterschied ist teilweise durch Ver-
dampfung von in der Lotpaste 5 enthaltenem Flussmittel verursacht. Eine weitere Ursache

liegt im gezeigten Beispiel gemaf3 Fig. 5b darin, dass sich ein Teil des Lotgutes in Form einer
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Lotperle 9 von der Tréagerplattenkontaktfldche 2 gelost hat. Die Lotperle 9 hat sich in einem
Bereich auf der Lotstopplackschicht 12 gebildet, welcher soweit von einer Kontaktfliche ent-
fernt ist, dass in diesem Bereich befindliches Lotgut 15 nichtmehr der nichstgelegenen Kon-
taktfliache zufliefst, sondern an der Lotstopplackschicht 12 befindliche, von den Kontaktflachen
losgeloste Lotperlen 9 bildet. Solche Lotperlen 9 sind unerwiinscht, da sie zum einen die
Menge an Lotgut 15 an Kontaktstellen verringern und zum anderen eine Fehlerquelle darstel-
len, da diese Lotperlen 9 sich von der Lotstopplackschicht 12 16sen und Kurzschliisse verur-
sachen konnen. Zur Verdeutlichung der Problematik des Volumensverlusts der Lotpaste 5
wihrend des Schmelz- und Abktihlvorganges sind drei beispielhafte Kontaktbereiche 6 bis 8

dargestellt, welche folgend kurz diskutiert werden.

Ein erster Kontaktbereich 6 zeigt eine nur teilweise verldtete Tragerplattenkontaktfliche 2
bzw. Bauteilkontaktfldche 11. Die elektrische Leitfahigkeit der Verbindung der Kontaktfldchen
ist darin zwar sichergestellt, allerdings ist der elektrische Widerstand aufgrund der Quer-
schnittsverengung der Lotstelle erhsht sowie die thermische und mechanische Anbindung
verschlechtert. Die Querschnittsverengung fiihrt zu dem zu einer verringerten mechanischen
Belastbarkeit der Lotverbindung. Ein zweiter Kontaktbereich 7 zeigt eine Lotstelle mit Luf-
teinschliissen (Lunkern), die den effektiven Querschnitt der Létverbindung reduzieren und
deren Auswirkungen im Wesentlichen analog zu der Querschnittsminderung geméfs dem ers-
ten Kontaktbereich 6 sind. Luft- oder Flussmitteleinschliisse in Létverbindungen sind beson-
ders problematisch, da diese nur schwer erkennbar sind. Ein dritter Kontaktbereich 8 zeigt ein
Szenario, in welchem sich das Lotgut 15 soweit von einer Bauteilkontaktfldche 11 zurtickge-
zogen hat, sodass ein durchgangiger Spalt eine elektrische Verbindung mit der gegentiberlie-
genden Tragerplattenkontaktflidche 2 verhindert und sich ein Teil des fehlenden Létguts 15 in

Form der zuvor erwéhnten Lotperle 9 auf der Lotstopplackschicht 12 befindet.

Fig. 6a zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgeméfies System umfassend eine Tréger-
platte 16 (siehe Fig. 6b) und zumindest einen an der Tragerplatte 16 montierten elektronischen
Bauteil 10, wobei die Position des elektronischen Bauteils 10 mit einer strichlierten Linie ange-
deutet ist. Der Aufbau der Trégerplatte 16 stimmt in diesem gezeigten Beispiel mit jenem der
Trégerplatte 1 des zuvor diskutierten Standes der Technik tiberein, mit Ausnahme von erfin-
dungsgeméfien Aussparungen, die Hilfskontakte 3a und 3b bilden und im Folgenden noch
naher beschrieben werden. So weist die Tragerplatte 16 Tragerplattenkontaktfldchen 2 auf,

wobei das elektronische Bauteil 10 dazu korrespondierende Bauteilkontaktflichen 11 (siehe
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Fig. 6b, 7b und 8) aufweist, wobei die Tragerplattenkontaktfldchen 2 vollstindig von dem
elektronischen Bauteils 10 tiberdeckt und von einer Létstopplackschicht 12 umgeben sind, die
die Tragerplattenkontaktfléchen 2 begrenzt, wobei in der Lotstopplackschicht 12 in diesem
Beispiel vier kanalartige Aussparungen vorgesehen sind, die jeweils eine Hilfskontaktfldchen
3a bzw. 3b ausbilden. Die Hilfskontaktflichen 3a bzw. 3b kontaktieren die Trégerplattenkon-
taktflachen 2, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktfldchen 2, die Bauteilkontaktflichen
11 und die Hilfskontaktfléchen 3a bzw. 3b eine benetzbare Oberflidche aufweisen. Der Umfang
der Trégerplattenkontaktflichen 2 wird im Allgemeinen durch die die Tragerplattenkontakt-
flache 2 umgebende Lotstopplackschicht 12 begrenzt. In jenem Bereich, in welchem die Lot-
stopplackschicht 12 durch die Hilfskontaktfliche 3a bzw. 3b unterbrochen ist, kann die Hilfs-
kontaktfldche 3a bzw. 3b von der Tréagerplattenkontaktfldche 2 unterschieden werden, indem
die die Kanten der Tragerplattenkontaktfldchen 2, die hin zu der Hilfskontaktfliche 3a bzw.
3b fiihren, gedanklich verldngert werden. In den Figuren 6a, 7a und 9a ist dies durch eine
strichlierte Linie angedeutet. Die Hilfskontaktfldche 3 kann daher durchaus einsttickig mit der
Tragerplattenkontaktfldche 2 ausgebildet sein und eine durchgéngige Fliche ausbilden - dies
ist sogar von Vorteil. Allerdings unterscheidet sich die Hilfskontaktfléche 3a bzw. 3b von der
Tragerplattenkontaktfldche 2 darin, dass die Hilfskontaktfldche 3a bzw. 3b eine véllig andere
Funktion erfiillt und nicht dazu eingerichtet ist, direkt mit einer Bauteilkontaktfléche 11 ver-
bunden zu werden. Vielmehr dient die Hilfskontaktfldche 3a bzw. 3b, wie eingangs erwahnt,
dem Zubringen von Loétgut 15 (siehe Fig. 8) zu einer in der Nahe der Hilfskontaktfldche 3a
bzw. 3b befindlichen Létverbindung. Zu diesem Zweck ist die Hilfskontaktfldche 3a bzw. 3b
mit Hilfe einer kanalartigen Aussparung in der Lotstopplackschicht 12 ausgebildet, die vor-
zugsweise nicht von einer Bauteilkontaktfldche 11 tiberdeckt wird. Es ist dabei vorteilhaft,
wenn die die Hilfskontaktfldche 3 die Tragerplattenkontaktfldche 2 entlang von maximal 5%,
10%, 15% oder 20% des Umfangs der Tragerplattenkontaktfldche 2 kontaktiert. Die Tréger-
platte 16 weist drei Trégerplattenkontaktflichen 2 auf, wobei eine Tréagerplattenkontaktfliche
2a tiber zwei Hilfskontaktfliéchen 3a verfiigt, die als gleichschenkeliges Dreieck geformt sind.
Eine weitere Tréagerplattenkontaktfldche 2b weist ebenso zwei Hilfskontaktfldchen 3a bzw. 3b
auf, wobei die Hilfskontaktfldche 3b auf einer Zuleitung ausgebildet ist und rechteckig ge-
formt ist. Samtliche Kontaktfldchen sind dabei vorzugsweise als verkupferte Fldchen ausge-

bildet.
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Fig. 6b zeigt eine Schnittdarstellung der Tradgerplatte 16 entlang der Schnittlinie AA der
Fig. 6a. Darin ist der elektronische Bauteil 10 dargestellt, der oberhalb der Tragerplatte 16 po-
sitioniert ist, um auf die Tragerplatte 16 aufgesetzt zu werden. Die Tragerplattenkontaktfla-
chen 2a und 2b kdnnen nunmehr grofsziigig mit Lotpaste 5 tiberdruckt werden, da die Hilfs-
kontaktfldchen 3a und 3b die Bildung von losen Lotgutriickstinden vorbeugen und fiir aus-
reichend Lotgut 15 (siehe Fig. 8) sorgen, um die durch das verdampfen von Flussmittel verur-
sachte Volumensverringerung auszugleichen bzw. Bauteile mit hoherem Lotmaterialbedarf
mit gentigend Lotgut 15 zu versorgen, ohne kostenintensive Stufenschablonen hierfiir ver-
wenden zu miissen. Als Bauteile mit zusétzlichem Lotgutbedarf seien beispielsweise Stecker,
insbesondere elektrische Steckverbindungen erwihnt, die einen deutlichen hsheren Lotgut-
bedarf wie beispielsweise QFP-Bauteile (quad flat package) aufweisen und bisher nur mittels
speziell angepasster Stufenschablonen mit ausreichend Létgut versorgt werden konnten. Die
Erfindung ist besonders vorteilhaft mit der Fine-Pitch-Technologie kombinierbar, bei der die
Abstdande zwischen Kontaktflichen und/oder Pins besonders gering sind. Einerseits erlaubt
die Erfindung eine exakte Vorgabe bzw. das Anbringen von zusétzlichem Lotgut 15 an einer
Verbindung. Anderseits wird die Bildung von Lotperlen 9 vorgebeugt, die Kurzschliisse

dadurch ausgelste Defekte verursachen kénnen.

Fig. 7a zeigt eine Detailansicht einer Tragerplattenkontaktfldche 2 mitsamt einem die Trager-
plattenkontaktflichen 2 umgebenden Bereich wihrend eines Schmelzvorganges. Ein mit Lot-
paste 5 bedruckter Bereich ist darin mit einer in sich geschlossenen strichlierten Linie ange-
deutet, wobei dieser bedruckte Bereich die Tragerplattenkontaktfldche 2b sowie die Hilfskon-
taktfliache 3a vollstandig bedeckt. Wird die Lotpaste bei z.B. gemifs dem Reflow-Lotverfahren
geschmolzen, so sammelt sich Lotgut auf den Kontakfldchen, wobei das auf der Lotstopplack-
schicht aufgetragene Lotgut mit Hilfe der Hilfskontaktfldchen 3a und 3b eingefangen wird.
Die Flussrichtung des ,eingefangenen” Lotgutes ist in Fig. 7a durch Pfeilsymbole dargestellt.
Fig. 7a veranschaulicht den Schmelzvorgang an der Trégerplatte 16 in einer eine Seitenansicht
der Trégerplatter 16 der Fig. 7a, wobei der elektronische Bauteil 10 bereits auf der Tréager-
platte 16 positioniert ist.

Fig. 8 zeigt die Trégerplatte 16 geméfs Fig. 7a nach dem Schmelzvorgang. Darin ist das Lot-

gut 15 den Tragerplattenkontaktfldchen 2 vollstandig und riickstandslos zugeflossen, sodass
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die Bauteilkontaktflichen 11 vollstandig mit den dazu korrespondierenden Tragerplattenkon-
taktflachen 2 verbunden sind. Die eingangs beschriebenen Nachteile des Standes der Technik

konnen daher durch die Erfindung tiberwunden werden.

Fig. 9a zeigt eine Detailansicht einer der Hilfskontaktfliche 3a an der Tragerplattenkontakt-
flache 2a wahrend eines Schmelzvorganges, wobei das Zufliefsen der geschmolzenen Lotpaste
5 hin zu der Hilfskontaktfldche 3a und der Tragerplattenkontaktfléche 2a durch Pfeilsymbole
verdeutlicht ist. Fig. 9b zeigt die Detailansicht der Fig. 9a nachdem sich bereits die gesamte
Lotpaste 5 verfliissigt und an der Hilfskontaktfldche 3a und der Tragerplattenkontaktflédche 2a
festgesetzt hat. Die Oberfldchenspannung des geschmolzenen Lotgutes 15 fithrt dazu, dass die
Menge des an der Hilfskontaktfldche 3 befindlichen Lotgutes 15 hin zu der Trégerplattenkon-
taktflache 2a zunimmt. Dies ist in Fig. 9b durch Pfeilsymbole verdeutlicht, welche durch strich-

lierte, kreisbogenférmige Niveaulinien voneinander getrennt sind.

Nattirlich kénnen zwei oder mehrere elektronische Bauteile 10 an der Tragerplatte 16 ange-
ordnet sein. Auch kann die Anzahl der Hilfskontaktfldchen 3 individuell an die Anforderun-
gen einzelner Bauteile angepasst werden. Zudem kénnen ebenso Klebepunkte 4 (siehe Fig. 3a,
4a und 5a zum Stand der Technik) vorgesehen werden, mit Hilfe derer elektronische Bauteile

10 fixiert werden kénnen.

Die Erfindung kann in beliebiger dem Fachmann bekannter Weise abgedndert werden und ist
nicht auf die gezeigte Ausfiihrungsform beschrankt. Auch kénnen einzelne Aspekte der Er-
findung aufgegriffen und weitgehend miteinander kombiniert werden. Wesentlich sind die
der Erfindung zugrunde liegenden Gedanken, welche in Anbetracht dieser Lehre durch einen
Fachmann in mannigfaltiger Weise ausgefiihrt werden kénnen und trotzdem als solche auf-

rechterhalten bleiben.
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ANSPRUCHE

1.  System umfassend eine Trégerplatte (16) und zumindest einen an der Trégerplatte (16)
montierten elektronischen Bauteil (10), wobei die Tragerplatte (16) zumindest eine Tragerplat-
tenkontaktflache (2, 2a, 2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine dazu korrespon-
dierende Bauteilkontaktfldche (11) aufweist, wobei die zumindest eine Tragerplattenkontakt-
flache (2, 2a, 2b) zumindest teilweise von dem zumindest einen elektronischen Bauteils (10)
tiberdeckt und von einer Lotstopplackschicht (12) umgeben ist, die die zumindest eine Trager-
plattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) begrenzt, dadurch gekennzeichnet, dass in der Lotstopplack-
schicht (5) zumindest eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine
Hilfskontaktfldche (3a, 3b) ausgebildet ist, welche die zumindest eine Tragerplattenkontakt-
flache (2, 2a, 2b) kontaktiert, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktflidche (2, 2a, 2b), die
Bauteilkontaktfldche (11) und die Hilfskontaktfléche (3a, 3b) eine benetzbare Oberflidche auf-

weisen.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) die
Trégerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) entlang von maximal 5%, 10%, 15% oder 20% des Um-
fangs der Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) kontaktiert.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Flécheninhalt der Hilfs-
kontaktflache (3a, 3b) zwischen 10% und 50%, vorzugsweise zwischen 30% und 50% des Fla-
cheninhalts der Tragerplattenplattenkontaktflédche (2, 2a, 2b) betrégt.

4. System nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfldche (3a,

3b) im Wesentlichen dreieckig, vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck geformt ist.

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) im

Wesentlichen rechteckig geformt ist.

6. System nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragerplat-

tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) vollstandig von dem elektronischen Bauteil (10) tiberdeckt ist.

7. System nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontakt-

flache (3a, 3b) einen symmetrischen Aufbau um eine Symmetrieachse aufweist, wobei die
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Symmetrieachse im Wesentlichen normal zu jenem Bereich des Umfangs der Tragerplatten-
kontaktflache (2, 2a, 2b) orientiert ist, in welchem die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) die Trager-
plattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktiert.

8. System nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfla-

chen (2, 2a, 2b, 3a, 3b, 11) mit Zinn, Silber und/ oder Gold beschichtet sind.

9. System nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragerplat-
tenkontaktflidche (2, 2a, 2b) auf einer Zuleitung (13) zur Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b)
ausgebildet ist.

10. System nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vorzugs-
weise zwei, besonders bevorzugt mehrere weitere Hilfskontaktfldchen (3a, 3b) die Tréagerplat-

tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktieren.

11. System nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest
eine elektronische Bauteil (10) zusétzliche mittels Klebepunkten (4) an der Trégerplatte (16)

fixiert ist.

12. Verfahren zum l6tenden Verbinden zumindest eines elektronischen Bauteils (10) mit zu-
mindest einer Trégerplatte (16), wobei die Tragerplatte (16) zumindest eine Trégerplattenkon-
taktflache (2, 2a, 2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine dazu korrespondie-
rende Bauteilkontaktfliche (11) aufweist, wobei die zumindest eine Trégerplattenkontaktfla-
che (2, 2a, 2b) zumindest von einer Lotstopplackschicht (12) umgeben ist, die die zumindest
eine Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) begrenzt, wobei in der Lotstopplackschicht (12) zu-
mindest eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine Hilfskontakt-
flache (3a, 3b) ausgebildet ist, welche die zumindest eine Tragerplattenkontaktflédche (2, 2a, 2b)
kontaktiert, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktfléche (2, 2a, 2b), die Bauteilkontaktfla-
che (11) und die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) eine benetzbare Oberfliche aufweisen, umfassend

die folgenden Schritte:

a) Aufbringen von Lotpaste (5) auf die zumindest eine Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b)

und tiber letztere hinaus,
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b) Bestticken der Trégerplatte (2, 2a, 2b) mit dem zumindest einen elektronischen Bauteil (10),
wobei die Bauteilkontaktfldche (11) die dazu korrespondierende Trégerplattenkontaktfla-
che (2, 2a, 2b) zumindest teilweise tiberdeckt und die Hilfskontaktflédche (3) tiber den so tiber-

deckten Bereich hinaus ragt,

) Erhitzen des Lotmaterials (13) zum Herstellen einer geldteten Verbindung zwischen der

Trégerplatte (16) und dem zumindest einen elektronischen Bauteil (10).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt a) auf die zu-
mindest eine Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) aufgebrachte Lotpaste (5) eine Fldche der
Grofse von zumindest 120%, vorzugsweise zumindest 150% des Fldcheninhalts der Tragerplat-

tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) bedeckt.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) zumin-

dest die gesamte Hilfskontaktfldche (3a, 3b) mit Lotpaste (5) bedeckt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt

a) die Lotpaste (5) tiber die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) hinaus aufgebracht wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Triger-
plattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) von der die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) entlang von maximal
5%, 10%, 15% oder 20% des Umfangs der Trégerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktiert

wird.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Fli-
cheninhalt der Hilfskontaktfldche (3a, 3b) zwischen 10% und 50%, vorzugsweise zwischen
30% und 50% des Flacheninhalts der Tragerplattenplattenkontaktflidche (2, 2a, 2b) betragt.

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt b)
die Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) vollstindig von dem elektronischen Bauteil (10)

tiberdeckt wird.

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktflache (3a, 3b) im Wesentlichen dreieckig, vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck

geformt ist.
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20. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktflache (3a, 3b) im Wesentlichen rechteckig geformt ist.

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktfldche (3a, 3b) einen symmetrischen Aufbau um eine Symmetrieachse aufweist, wobei
die Symmetrieachse im Wesentlichen normal zu jenem Bereich des Umfangs der Tragerplat-
tenkontaktflidche (2, 2a, 2b) orientiert ist, in welchem die Hilfskontaktfldche (3) die Tragerplat-
tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktiert.

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-

taktfldchen (2, 2a, 2b, 3a, 3b, 11) Zinn, Silber und/oder Gold beschichtet sind.

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Tréger-
plattenkontaktfliche (3a, 3b) auf einer Zuleitung (13) zur Tragerplattenkontaktfliache (2, 2a,
2b) ausgebildet ist.

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vor-
zugsweise zwei, besonders bevorzugt mehrere weitere Hilfskontaktflichen (3a, 3b) die Tra-

gerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktieren.

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass in oder
nach dem Schritt b) das zumindest eine elektronische Bauteil (10) zusitzliche mittels Klebe-

punkten (4) an der Tragerplatte (16) fixiert wird.
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ANSPRUCHE

1. System umfassend eine Trégerplatte (16) und zumindest einen an der Tragerplatte (16)
montierten elektronischen Bauteil (10), wobei die Tragerplatte (16) zumindest eine Trégerplat-
tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine dazu korrespon-
dierende Bauteilkontaktfliche (11) aufweist, wobei die zumindest eine Trigerplattenkontakt-
flache (2, 2a, 2b) zumindest teilweise von dem zumindest einen elektronischen Bauteils (10)
tiberdeckt und von einer Létstopplackschicht (12) umgeben ist, die die zumindest eine Tréager-
plattenkontaktfléche (2, 2a, 2b) begrenzt, wobei in der Lotstopplackschicht (5) zumindest eine
kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine Hilfskontaktfliche (3a, 3b)
ausgebildet ist, welche die zumindest eine Tréagerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b) kontaktiert,
wobei zumindest die Tragerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b), die Bauteilkontaktfliche (11) und
die Hilfskontaktfléche (3a, 3b) eine benetzbare Oberfliche aufweisen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tragerplattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) vollstindig von dem elektronischen Bau-
teil (10) iiberdeckt ist.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) die
Tragerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b) entlang von maximal 5%, 10%, 15% oder 20% des Um-
fangs der Tréagerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) kontaktiert.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Flicheninhalt der Hilfs-
kontaktfléche (3a, 3b) zwischen 10% und 50%, vorzugsweise zwischen 30% und 50% des Fla-
cheninhalts der Trégerplattenplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) betrigt.

4. System nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfliche (3a,

3b) im Wesentlichen dreieckig, vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck geformt ist.

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) im

Wesentlichen rechteckig geformt ist.

6. System nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfskontakt-

flache (3a, 3b) einen symmetrischen Aufbau um eine Symmetrieachse aufweist, wobei die
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Symmetrieachse im Wesentlichen normal zu jenem Bereich des Umfangs der Trigerplatten-
kontaktflache (2, 2a, 2b) orientiert ist, in welchem die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) die Trager-
plattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) kontaktiert.

7. System nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfli-

chen (2, 2a, 2b, 3a, 3b, 11) mit Zinn, Silber und/oder Gold beschichtet sind.

8. System nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Tréagerplat-
tenkontaktfléche (2, 2a, 2b) auf einer Zuleitung (13) zur Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b)
ausgebildet ist.

9. System nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vorzugs-
weise zwei, besonders bevorzugt mehrere weitere Hilfskontaktflichen (3a, 3b) die Trigerplat-

tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) kontaktieren.

10. System nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest
eine elektronische Bauteil (10) zusétzliche mittels Klebepunkten (4) an der Tragerplatte (16)

fixiert ist.

11. Verfahren zum l6tenden Verbinden zumindest eines elektronischen Bauteils (10) mit zu-
mindest einer Tragerplatte (16), wobei die Tragerplatte (16) zumindest eine Tragerplattenkon-
taktfldche (2, 2a, 2b) und das elektronische Bauteil (10) zumindest eine dazu korrespondie-
rende Bauteilkontaktfliche (11) aufweist, wobei die zumindest eine Tragerplattenkontaktfls-
che (2, 2a, 2b) zumindest von einer Lotstopplackschicht (12) umgeben ist, die die zumindest
eine Trégerplattenkontaktfléche (2, 2a, 2b) begrenzt, wobei in der Létstopplackschicht (12) zu-
mindest eine kanalartige Aussparung vorgesehen ist, durch die zumindest eine Hilfskontakt-
flache (3a, 3b) ausgebildet ist, welche die zumindest eine Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b)
kontaktiert, wobei zumindest die Tragerplattenkontaktfléche (2, 2a, 2b), die Bauteilkontaktfla-
che (11) und die Hilfskontaktfldche (3a, 3b) eine benetzbare Oberfliche aufweisen, umfassend
die folgenden Schritte:

a) Aufbringen von Lotpaste (5) auf die zumindest eine Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b)

und iiber letztere hinaus,
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b) Bestiicken der Trégerplatte (2, 2a, 2b) mit dem zumindest einen elektronischen Bauteil (10),
wobei die Bauteilkontaktfliche (11) die dazu korrespondierende Tragerplattenkontaktfli-
che (2, 2a, 2b) zumindest teilweise iiberdeckt und die Hilfskontaktfliche (3) tiber den so iiber-
deckten Bereich hinaus ragt, wobei die Trégerplattenkontaktfléiche (2, 2a, 2b) vollstandig von
dem elektronischen Bauteil (10) iiberdeckt wird,

c) Erhitzen des Lotmaterials (13) zum Herstellen einer geloteten Verbindung zwischen der

Trégerplatte (16) und dem zumindest einen elektronischen Bauteil (10).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt a) auf die zu-
mindest eine Trégerplattenkontaktflache (2, 2a, 2b) aufgebrachte Lotpaste (5) eine Fliche der
GrofSe von zumindest 120%, vorzugsweise zumindest 150% des Fliicheninhalts der Tragerplat-

tenkontaktfldche (2, 2a, 2b) bedeckt.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) zumin-
dest die gesamte Hilfskontaktfliche (3a, 3b) mit Lotpaste (5) bedeckt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt
a) die Lotpaste (5) iiber die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) hinaus aufgebracht wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Trager-
plattenkontaktfldche (2, 2a, 2b) von der die Hilfskontaktfliche (3a, 3b) entlang von maximal
5%, 10%, 15% oder 20% des Umfangs der Trigerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) kontaktiert

wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Fla-
cheninhalt der Hilfskontaktfliche (3a, 3b) zwischen 10% und 50%, vorzugsweise zwischen
30% und 50% des Flacheninhalts der Tragerplattenplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) betrigt.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktfliche (3a, 3b) im Wesentlichen dreieckig, vorzugsweise als gleichschenkeliges Dreieck

geformt ist.

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktfldche (3a, 3b) im Wesentlichen rechteckig geformt ist.
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19. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
kontaktfldche (3a, 3b) einen symmetrischen Aufbau um eine Symmetrieachse aufweist, wobei
die Symmetrieachse im Wesentlichen normal zu jenem Bereich des Umfangs der Trigerplat-
tenkontaktflache (2, 2a, 2b) orientiert ist, in welchem die Hilfskontaktfléche (3) die Trigerplat-
tenkontaktflache (2, 2a, 2b) kontaktiert.

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-

taktflachen (2, 2a, 2b, 3a, 3b, 11) Zinn, Silber und/oder Gold beschichtet sind.

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Triger-
plattenkontaktfldche (3a, 3b) auf einer Zuleitung (13) zur Tragerplattenkontaktfliche (2, 2a,
2b) ausgebildet ist.

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vor-
zugsweise zwei, besonders bevorzugt mehrere weitere Hilfskontaktflichen (3a, 3b) die Tri-

gerplattenkontaktfliche (2, 2a, 2b) kontaktieren.

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass in oder
nach dem Schritt b) das zumindest eine elektronische Bauteil (10) zusitzliche mittels Klebe-

punkten (4) an der Trégerplatte (16) fixiert wird.
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